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Es objeto de esta invención, como su enunciado 
indica, un procedimiento para la  metalización especular de 
cualquier soporte en bandas y hojas, mediante el cual se -  
logra conferir a la  superficie o cara que se tra te  de lo s 

5* soportes, ta l como papel, cartón, madera, m ateriales plás­
ticos o cualquier otros, un aspecto metálico especular con 
a lto  b r illo , de planicidad uniforme, fino , liso  y pulido, 
sin necesidad de que la s  superficies o caras de lo s soport 
tes a tra ta r sean de por s í pulidas y/o especulares, en -  

10* razón a que en e l proceso que se preconiza simultáneamente 
a l metalizado se rea liza  e l maculado de la  superficie del 
soporte*

Actualmente son conocidos d istin to s procedimien­
tos con los que se logra la  metalización de la  superficie 

15* de un stporte en bandas y hojas, entre lo s que cabe señalar 
como lo s mas importantes los siguientes:

EL de laminación de una verdadera lámina metálica 
delgada a l soporte por bemolado con diversos adhesivos, -  
acuosos, con disolventes y polimerizables. Este procedimien 

20* to es el más comunmente empleado para m etalizar m ateriales 
flex ib les empleando, concretamente, hojas delgadas de alu­
minio. Actualmente se lleg a  a unos espesores metálicos de 
6 mieras. Espesores mas bajos solo pueden realizarse con -  
procedimientos discontinuos y prácticamente de artesanía. 

25. En este caso, de verdadera laminación del metal, la  especu
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laxidad se pueda conseguir por previo pálido da la  ldaina 
matálica^ y su b rillo  y eapecularidad fin a l no aon función 
del soporta que sa metaliza sino del que se le  haya confe­
rido a la  lámina m etálica.

30* Otros procedimiento jdaaico de metalización con­
s is te  en la  dispersión d d  metal finamente dividido en un 
ligan te , y extensión de la  mezda sobre la  superficie a 
m etalizar por medios convencionales. Cabe c ita r  también 
la  metalización por disposición química y procedimientos 

35* e lec tro lítico s. En estos procedimientos do metalización 
e l b rillo  y eapecularidad d d  metalizado depende d d  que 
tonga la  superficid d d  soporte, obteniéndose buenos resugL 
tadoa de b rillo  y eapecularidad cuando lo s m ateriales em­
pleados como soporte son por s í b rillan tes y especulares, 
ta l como film pláatiooa, superficies pulidas, e tc ,. 0 sea 

40* que, en estos casos o procesos conocidos de metalizado -  
e l b rillo  y eapecularidad fin a l es función de la  que por 
s í ofrezca la  superficie d d  soporte que se tra te .

Otro procedimiento comunmente empleado es e l de 
metalización á l vacio, en d  que d  metal vaporizado se 

45* condensa sobre d  soporte a m etalizar. Para esto se pre­
ciso que d  soporte cuya superficie se haya de m etalizar 
está en una cámara a l vacío de 10*3 a 10*4 to r, o sea en 
una zona de a lto  vacío. Por d io  este procedimiento queda 
lim itado a m ateriales que no desgasifiquen ni contengan 

5^* substancias v o lá tiles ta les como humedad, p lantificantes
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y resinas. Por otea parte la  superficie resultante de este 
procedimiento de metalizado presenta l a  rugosidad que le  sea 
propia# en razón a que e l meted, vaporizado no iguala la  ru­
gosidad de la  superficie sobre la  que se condensa. Para m& 

53- jo ra r lo s  resaltados especulares# en papel por ejemplo# es 
preciso un previo tratamiento superficial de dete por puli­
do o barnizado. No obstante# con e l previo barnizado no se 
lleg a  a  obtener la  especularidad superficial sino que es -  
preciso calandrar la  superficie del soporte a a ltaa  tempe- 

60* ratnras para obtener resultados óptimos de espocularidad# 
pero ello  encarece notablemente el producto acabado. Por -  
otro lado# loa m ateriales que producen gran desgasificación, 
como son loa papeles y  cartones# p&r ejemplo# neoesitan — 
equipos de metalización á l vacío con gran poder de vacío a 

65* fin  de contrarrestar la  pérdida de vacíe que produce en e l 
in te rio r de la  cámara e l a ire  contenido en e l papel o cartón 
y l a  propia humedad. Por e llo  se hace necesario# algunas 
veces# la  previa desgasificación del m aterial.

loe  inconvenientes señalados de eliminan y salvan 
7^* ventajosamente con e l procedimiento de metalización objeto 

de esta  invención# e l cual proporciona acabado metálico es­
pecular y con Sito brillo# con independencia de la  b rillan ­
tez , espocularidad o pulido que ofrezca la  superfioie del 
soporte que se tra te .

75. Be conformidad con el procedimiento objeto de es-
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ta  invención se procede a la  metalización previa de un film  
base que tiene superficie b rillan te  y pulida# cuyo film  pue­
de ser de lo s nom dea que se encuentran en e l mercado y que 
cumpla con la  condición de tener superficie b rillan te  y lisa# 

80# ta l como polipropileno# polieeter, Cloruro de polivinilo# 
poliamlda, coextrusienados# celulosas regenerada, y o tros,
La metalización del film  se rea liza  per cualquier medio de 
loe  conooidoa ta l como metalización a l vacio# o bien d  tra ­
tamiento e lec tro lítico  o aposición  química.

85# una vez metalizada la  superficie d d  film  base,
de conformidad con la  invención# se unen mediante un bar- 
niz/adhesivo la  superficie metalizada d d  film  contra la  su­
perfic ie  d d  soporte a metalizar# esta  operación ee realiza  
en continuo de forma sim ilar a un proceso de contraencola- 

90* do convencional.
El bazniz/adheaivo ea d  que trad ad a  d  metali­

zado d d  film  base a la  superficie o cara d d  soporte que 
ee trata# La composición d d  bazniz/adheaivo varía segdn el 
tipo de film  que se u tilic e  y cumple una doble función# por 

95* un lodo sirve de superficie especular pues penetra a través 
d d  polvo fine de aluminio o metal basta la  superficie d d  
fUmmetalizado# tomando su b rillo  y espeedazidad, y por -  
otro lado isu d a  la s  rugosidades de la  superficie d d  so­
porte a  que ae aplica* Una vez endurecido# secado o pol3at& 

100* rizado e l adhesivo, éste no presenta ninguna adhesión d  -
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film  base que soportaba la  metalización, por lo  quo se puo- 
de separar fàcilmente d  film  de la  superficie del soporte 
a m etalizar en coya superficie queda la  metalización que -  
llevaba e l film  base.

10g. Si film  separado se puede volver a  u tiliz a r  para
e l proceso dóndole o tra  vez nueva metalización# y este oi­
d o  se piede rep e tir la s  veces que se quiera^ solo es fun­
ción de la  resisten c ia  mecánica d d  film .

Si soporte no sUHre durante d  proceso de m etd i- 
110. sado ninguna pórdida de sus propiedades mecánicas# puse no 

pierde humedad n i es sometido a a lta s  temperaturas, n i a des­
gasificación, n i a calandrado coa calor*

Bate procedimiento es básicamente una transferencia 
de metalizante de un soporte a o tro , pero con la s  poculia- 

115. ves o características siguientes:
Este procedimiento no precisa tratamiento especial 

d d  film  base o primario a m etalizar antes de la  dispoaición 
m etálica, a i tampoco d d  soporte a l cual se le  debe izanafe- 
M r la  metalización. Se u tiliz a  un film  sin  tratamiento da 

120. ninguna d a se . El film  se puede m etalizar directamente sin 
preparación previa.

Tampoco se u tiliz a  para d  momento de transferencia 
un proceso de prensado en caliente o calandrado, sino s d a  men 
te  un bamiz/adhe sivo que no actda solo como agente de trans 

125. ferencia sino también como igualador de rugosidad y b rillo



130.

135.

140.

145.

150.

especular sobre la  superficie depositada^
Además al film  utilizado aa recuperable y reoiqg 

b la . o sea aa vuelva a u tiliz a r  con a l consiguiente bene% 
oio economico que representa.

La superficie terminada además de ser especular 
as resisten te  a l calor.

Como ejemplos aclaratorios damos lo s siguientes!
n ^ p ia ..p ? ^ sw
3a procede a  la  metalización a l vacio de un film  

de polipropileno da 20 mieras sin  recubrimiento previo. Se 
deposita sobre e l mismo una fina capa de aluminio de 0.03 
gryh2 lo  suficiente delgada pero b rillan te  y uniforme. La 
operación se rea liza  en bobina y en continuo.

A este film  de polipropileno metalizado se le  -  
aplica sobre la  cara metalizada un barniz de naturaleza n& 
liuratano que, una vez eliminados lo s  disolventes por evapg. 
ración, so prensa contra la  cara del soporte a m etalizar, 
en este caso un papel de 80 gr/^2, realiaandoee este pro­
ceso en continuo y en una eontrasacoladora nomadi. Ó en una 
impresora de hueco-grabado Ó ílexografia. La prensa de la ­
minación está en condiciones normales del ambientai

H  conjunto formado por e l film-me taU  aación-bqg 
ais-soporte, se mantiene en bobina con tiempo suficiente -  
para e l endurecido del barcia y liberación fá c il del film 
base o primario.
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Se procede a la  separación de loe m ateriales film  
y soporte en upa dcsbobinadora convencional.

El soporte presenta l a  metalización y con su su­
perfic ie  b rillan te , m etálica y especular.

l a  bobina del film  sigue o tra  ves e l proceso.

Se procede como en el ejemplo anterior a  la  meta­
lización  del film .

A continuación se procede a  la  unión de la  oara 
metalizada del film  con un bamig/adhesivo de tipo poliuro- 
tánico y sin  disolventes. En este caao no es preciso, como 
en e l caso an terio r, la  vaporización de lo s disolventes, -  
Una vez extendido e l barniz ae presiona contra un soporte 
d d  80 g r.

Se espera, oomo en e l caso an terio r para proceder 
a la  ddaainación, e l tiempo necesario para e l endurecido 
del barniz. También se opera en continuo.

Como en e l ejemplo primero ae procede a la  déla- 
miración o separación del film  y soporte.

lo s  resultados con andogoa a l ejemplo primero.
Ei emolo tercero
Se procede como anteriormente a  la  metalización 

del film  a l vacío como primera operación.
Seguidamente se procede a  l a  unión de la  oara -  

metalizada de este film  con la  del soporte a  m etalizar,
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por medio do ana rocina fotopollmera reticu lab le a loo -  
rayos UY (u ltra  v io le tas), ae eliminan loo diaolyontee por 
evaporización y se lamina e l film  contra e l soporte. La -  
diapoaicidn del barniz puede realizarse tanto aobre 01 film  

180. como sobre la  oara dol soporte ya que en ambos casos lo s 
resultados son lo s  miamos. Despuóé ds unidos e l film  y oí 
papel se procede a la  polimeilzaciÓn por irradiación con 
rayos UV a través del film . El endurecimiento del barniz 
es instantáneo lo  que permite en la  misma máquina proceder 

133. a la  separación del film del soporte en continuo. E3. pro­
ceso os instantáneo.

El resultado ian&iea es una mstalización espeq^ 
la r  y un acabado resisten te  a l calor*

El procedimiento so puede aplioar sobre lo s  más 
190. diversos m ateriales. Si lo  consideramos aplicable aobre -  

m ateriales flex ib les, por ejemplo papeles, film s, permite 
su maculado ta l c o como cortado, gofrado, troquelado, hen­
dido y ser impreca la  superficie mótalica con todos lo s  -  
sistemas de impresión* o ffse t, huecograbado, ílegograbado, 

193. oerlgm ffa.
Durante e l proceso no es indispensable la  d is tr i­

bución del bamiz/adhoaivo en toda su superficie sino que 
puedo hacerse por zonas o segda un dibujo previamente fijar- 
do, a s i permite m etalizar la  superficie dol soporte deeear- 

200. do por zonas con y sin  b rillo  m etálico. Sus posibilidades



-  9

tanto a grafiatao y decoración, son notables. Además e l 
barais/adheeivo protege a  la  metalización de todo agente 
externo conservando su b rillo  indefinidamente.

Se hace constar a lo s  efectos oportunos que 
205* en e l objeto de esta  invención se podrán in troducir to­

das aquellas variaciones que se consideren oportunas y -  
no constituyan modificación esencial de la  miaña*

R-Q ...T.,,A
Se declara de novedad e l contenido de laa  s i-

210.  guiantes*
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R E I V I N D I C A C I O N E S  
1$*- Procedimiento para l a  metalización especular 

de cualquier soporte en bandas y hojas, que ae caracteriza 
parque como operación previa se deposita ana fina capa de 

215. metalizante sobre la  superficie b rillan te  y pulida de un -  
film  de pláetico , seguidamente se aplica sobre la  superficie 
metalizada un barsia/adhesivo y se superpone y presiona so­
bro l a  superficie del ooptrte a m etalizar, en operación en 
continuo y en forma sim ilar a l oontraencolado, con lo  que 

22p. e l bam ia/adheeiw  por un lado penetra haeta l a  superficie 
del film  adquiriendo su b rillo  y especular!dad, y por otro 
lado se f i j a  a  la  superficie del soporte e iguala sus ruga 
aidadea e imperfecciones a l tiempo que le  traslada y confie­
re el metalizado del film? una vez endurecido, secado o p& 

225. limerizado, el bam i^adheeivo no presenta ninguna adhesión 
a l film , por lo  qud éste se separa de la  superficie del so­
porte y puede volver a sor u tilizado .

3. -  PROCEDIMIENTO PARA LA METALIZACION ESPECULAR 
DE CUALQUIER SOPORTE EN 

210. Toa. (Alo ta l
la  presente memoria que 
das por una sola de sus

BANDAS Y HOJAS.
y pomo se describe y reivindica en 
consta de diez hojas mecanografiar 
caras.

B aroelona^adrld  30 Diciembre 1977
COMPUSA, S.A.
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